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[Table_Title] 中微半导体信息跟踪 

年初在手订单充裕，刻蚀设备国内市占率 15%-20% 
 
 
 

[Table_Summary] 近日中微半导体发布反馈意见，在招股说明书的基础上补充了来自前五大客
户的收入及比例、在手订单及结构、公司刻蚀设备在逻辑芯片设备采购中的
市占率等重要资料，总体上表明中微半导体在手订单充裕，集成电路工艺设
备客户稳定。我们继续强烈推荐半导体设备板块，重点推荐北方华创、精测
电子、晶盛机电，推荐关注盛美半导体、长川科技。 

 在手订单：2018年刻蚀设备订单爆发。2016-2018年末在手订单依次是 3.3

亿元，6.8亿元，15.9亿元，2017-2018年分别增长 108%，133%。2017-2018

年在手订单中，MOCVD设备在手订单依次是 6.2、13.6亿元，分别较上年

末增长 115%、120%，刻蚀设备在手订单 0.64、2.3 亿元，分别较上年末

增长 57%、262%，刻蚀设备呈爆发式增长，主要是受益于国内半导体投

资热潮及中微引领的国产工艺设备市场率提升。据 SEMI统计，2018年我

国半导体设备市场规模为 130亿美金，同比高增长。 

 刻蚀设备市场地位：国内存储芯片和逻辑芯片制造产线的市占率均为

15%上下。据中微统计，中微在国内某两存储芯片客户的市占率为

15%-17%，在国内某逻辑芯片客户的市占率为 16%。我们根据招标网数据

统计，中微半导体的刻蚀设备老线华虹 5厂的份额不足 10%，但在华虹

6 厂、华虹 7 厂、长江存储等新产线上的份额显著上升，其中长江存储

刻蚀设备采购中，中微中标台数仅次于 Lam Research，华虹 6 厂中中微

中标台数仅次于 Lam Research、TEL，华虹无锡项目上中微中标台数也仅

次于 Lam Resrearch。 

 前五大客户：2016-2018年前五大客户收入占比依次是 86%、75%、61%，

收入规模扩大客户更加多元。2018年依次是乾照光电、三安光电、长江

存储、某海外客户、华力微电子，来自前五大客户销售收入约 9.9亿元，

占总收入的 60.55%。 

 收入季节性特征：大部分设备集中于下半年验收，导致三、四季度收入

占比较高，例如 2018年四个季度的收入比重依次是 4%、25%、31%、40%，

季节性特征明显。 

 产品战略： 

（1）刻蚀设备的主要发展方向：用于 7nm 以下逻辑电路刻蚀的 CCP 和

ICP刻蚀设备、用于 128层及以上的 3D NAND存储器刻蚀的 CCP刻蚀设

备、用于高端 MEMS生产的 TSV刻蚀设备等； 

（2）公司 MOCVD设备的主要发展方向包括：高温 MOCVD设备、大尺寸

MOCVD设备、基于 Mini LED和 Micro LED应用的氮化镓 MOCVD设备、基

于氮化镓功率半导体应用的 MOCVD设备等。 

 投资建议：中微以及安集微电子、上海微电子等即将登陆科创板，增强

国产集成电路工艺设备与材料的资本实力，继续看好半导体设备板块，

强烈推荐北方华创、精测电子、晶盛机电，推荐关注盛美半导体、长川

科技。 

 风险因素：中国大陆存储厂商投产延缓全球存储芯片周期复苏。 

Table_Companyname]   



 

2019年 5月 12日 中微半导体信息跟踪 2 

目录 

1、在手订单及构成 ............................................................................. 4 

2、各关键线宽的刻蚀工艺应用 ............................................................ 5 

3、电感和电容性等离子体刻蚀设备产销情况....................................... 6 

4、公司前五大客户的销售情况 ............................................................ 7 

5、全球刻蚀设备行业格局及中微市场地位 .......................................... 8 

6、国内刻蚀设备行业格局及中微市场地位 .......................................... 9 

7、同类设备的竞争力对比 ................................................................. 10 

8、刻蚀设备、MOCVD 设备制造的发展战略及发展方向 .................... 11 

9、MOCVD 设备的分类，以及中微市场地位 ..................................... 12 

10、PRISMO A7 与 PRISMO D-BLUE 的比较 .................................. 13 

11、中微 MOCVD 研发项目 .............................................................. 14 

12、中微核心产品的交货、验证周期，以及收款模式 ........................ 15 

13、主营业务收入呈现季节性特征 .................................................... 16 

14、VOC 设备应用领域 .................................................................... 17 

 

 



 

2019年 5月 12日 中微半导体信息跟踪 3 

图表目录 
图表 1. 中微历年在手订单 ....................................................................................................... 4 

图表 2. 刻蚀设备的工艺应用及产业化 ................................................................................. 5 

图表 3. CCP、ICP刻蚀设备累计产销量（2016-2018） ...................................................... 6 

图表 4. 中微前五大客户 ........................................................................................................... 7 

图表 5. 全球刻蚀设备行业竞争格局（2017） ..................................................................... 8 

图表 6. 中微在国内某存储芯片制造产线的市占率 ........................................................... 9 

图表 7. 中微在国内某逻辑芯片制造产线的市占率 ........................................................... 9 

图表 8. 中微电容性等离子体刻蚀设备竞争力 .................................................................. 10 

图表 9. 中微电感性等离子体刻蚀设备竞争力 .................................................................. 10 

图表 10. 中微深硅刻蚀设备（TSV 系列）竞争力 ............................................................. 10 

图表 11. 中微 MOCVD设备竞争力 ........................................................................................ 10 

图表 12. 2018年 MOCVD市场总需求及结构 ....................................................................... 12 

图表 13. GaN基 LED MOCVD的行业竞争格局（2017-2018） .......................................... 12 

图表 14. 中微 MOCVD研发项目进度 .................................................................................... 14 

图表 15. 中微核心产品的交付周期 ...................................................................................... 15 

图表 16. 中微按季度的收入分布（2016-2018） ................................................................ 16 

图表 17. 中微各产品第四季度收入占比（2016-2018） ................................................... 16 

图表 18. 报告中提及上市公司估值表 ................................................................................. 18 

 



 

2019年 5月 12日 中微半导体信息跟踪 4 

1、在手订单及构成 

中微半导体：2016-2018年末在手订单依次是 3.3亿元，6.8亿元，15.9亿元，2017-2018年分别增长 106%，

134%。 

 

图表 1. 中微历年在手订单 

单位：万元 2016年末 占比(%) 2017年末 占比(%) 2018年末 占比(%) 

刻蚀设备 4,058 12 6,364 9 23,011 14 

MOCVD设备 28,803 88 61,897 91 135,903 86 

在手订单合计 32,861 100 68,261 100 158,914 100 

资料来源：公司公告，中银国际证券        
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2、各关键线宽的刻蚀工艺应用 

公司产品在 65 纳米到 7 纳米的加工上均有刻蚀应用已实现产业化，正在进行 7 纳米、5 纳米部分刻

蚀应用的客户端验证。 

 

图表 2. 刻蚀设备的工艺应用及产业化 

关键尺寸 刻蚀应用 产业化及研发进度 

65-22nm 钝化层、通孔、顶层通孔、顶层沟槽 产业化 

22-14nm 钝化层、顶层通孔、顶层沟槽 产业化 

14-7nm 
钝化层、通孔、顶层通孔、有机掩膜层 产业化 

接触孔、沟槽、顶层沟槽 客户端验证 

7nm、5nm 有机掩膜层、通孔、沟槽 客户端验证 

资料来源：公司公告，中银国际证券 
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3、电感和电容性等离子体刻蚀设备产销情况 

图表 3. CCP、ICP刻蚀设备累计产销量（2016-2018） 

 电容性刻蚀设备 电感性刻蚀设备 合计 

主要产品型号 Primo D-RIE 

Primo AD-RIE 

Primo AD-RIE-e 

Primo SSC-AD-RIE 

Primo SSC-HD-RIE 

Primo nanova 

Primo TSV 

 

产量 206 14腔 220 

销量 150 10腔 160 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

目前，中微电感性等离子体刻蚀设备包括 Primo nanova、Primo TSV两个产品。我们估计电感性等离子

体刻蚀设备实现 10个腔的销量，主要是指 Primo TSV产品，用于 MEMS的 TSV封装。 
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4、公司前五大客户的销售情况 

图表 4. 中微前五大客户 

年度 序号 名称 产品类别 销售额（亿元） 收入占比(%) 

2018 1 乾照光电 MOCVD 3.19 19.4 

2 三安光电 MOCVD 2.42 14.7 

3 长江存储 刻蚀设备 1.80 11.0 

4 海外客户 1 刻蚀设备 1.36 8.3 

5 华力微电子 刻蚀设备 1.16 7.1 

 总计  9.93 60.6 

2017 1 华灿光电 MOCVD 3.40 35.0 

2 璨扬光电 MOCVD 1.12 11.5 

3 中芯国际 刻蚀设备 1.08 11.2 

4 海外客户 1 刻蚀设备 0.98 10.1 

5 三安光电 MOCVD 0.73 7.5 

 总计  7.24 74.5 

2016 1 中芯国际 刻蚀设备 2.38 39 

2 海外客户 1 刻蚀设备 1.03 16.9 

3 海外客户 2 刻蚀设备 0.95 15.5 

4 海外客户 3 刻蚀设备 0.44 7.2 

5 海外客户 4 刻蚀设备 0.42 6.9 

 总计  5.23 85.7 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

 



 

2019年 5月 12日 中微半导体信息跟踪 8 

5、全球刻蚀设备行业格局及中微市场地位 

全球刻蚀设备市场呈现垄断格局，泛林半导体、东京电子、应用材料占据主要市场份额。 

 

图表 5. 全球刻蚀设备行业竞争格局（2017） 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

基于 Gartner对全球电容性刻蚀设备市场规模的统计数据，公司的电容性刻蚀设备的全球市场份额占

比约在 1.4%左右。 
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6、国内刻蚀设备行业格局及中微市场地位 

在国内市场，中微的主要竞争对手依然是美国的泛林半导体、应用材料和日本东京电子三家国际巨

头，但中微在国内刻蚀设备市场中有突出市场竞争力，市场份额约为 15%-20%。 

 

图表 6. 中微在国内某存储芯片制造产线的市占率 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

图表 7. 中微在国内某逻辑芯片制造产线的市占率 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

2016-2018年，公司刻蚀设备在逻辑电路厂商的销售金额累计约为 6.57亿元，占刻蚀设备总销售额 13.25

亿元的 50%。 
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7、同类设备的竞争力对比 

图表 8. 中微电容性等离子体刻蚀设备竞争力 

关键性能参数 公司 Primo AD-RIE 

单位时间生产效率 达到国际同类设备水平 

腔体维护时间 达到国际同类设备水平 

颗粒污染率 达到国际同类设备水平 

关键尺寸稳定性 达到国际同类设备水平 

资料来源：中微招股书、中银国际证券 

 

图表 9. 中微电感性等离子体刻蚀设备竞争力 

关键性能参数 公司 Primo nanova 

关键尺寸均匀性 达到国际同类设备水平 

关键尺寸稳定性 达到国际同类设备水平 

结构边缘的粗糙度 达到国际同类设备水平 

结构形貌变形 达到国际同类设备水平 

结构的边角侵蚀 达到国际同类设备水平 

杂质微粒 达到国际同类设备水平 

机台占地面积 达到国际同类设备水平 

资料来源：中微招股书、中银国际证券 

 

图表 10. 中微深硅刻蚀设备（TSV系列）竞争力 

关键性能参数 公司 Primo TSV 

设备平台最大装载能力 优于国际同类设备 

200毫米/200毫米晶圆通用机台 支持 200毫米和 300毫米切换，国际同类设备一般不可 

产出率 双反应台的 TSV优于单反应台的产出率 

机台占地面积 优于国际同类设备 

兼容硅和氧化硅刻蚀 达到国际同类设备水平 

兼容硅和玻璃衬底 达到国际同类设备水平 

资料来源：中微招股书、中银国际证券 

 

图表 11. 中微 MOCVD设备竞争力 

关键性能参数 公司 Prismo A7 

产能（片/炉次） 达到国际同类设备水平 

MO源区输入 优于国际同类设备 

控温方式 达到国际同类设备水平 

波长均匀性 达到国际同类设备水平 

厚度均匀性 达到国际同类设备水平 

资料来源：中微招股书、中银国际证券 
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8、刻蚀设备、MOCVD 设备制造的发展战略及发展方向 

公司刻蚀设备的主要发展方向包括：用于 7 纳米以下逻辑电路刻蚀的 CCP和 ICP 刻蚀设备、用于 128 

层及以上的 3D NAND 存储器刻蚀的 CCP 刻蚀设备、用于高端 MEMS 生产的 TSV 刻蚀设备等。 

公司 MOCVD 设备的主要发展方向包括：高温 MOCVD 设备、大尺寸 MOCVD 设备、基于 Mini LED 和

Micro LED 应用的氮化镓 MOCVD 设备、基于氮化镓功率半导体应用的 MOCVD 设备等。 
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9、MOCVD 设备的分类，以及中微市场地位 

目前 MOCVD 设备主要用于氮化镓基及砷化镓基半导体材料外延生长，其中氮化镓基 LED MOCVD 主

要用于生产氮化镓基 LED 的外延片。根据 LEDinside 数据显示，2018 年全年氮化镓基 MOCVD 的新增

数量为 215台，砷化镓基 MOCVD的新增数量为 65台，氮化镓基 MOCVD设备约占全部 MOCVD市场份

额的 77%。 

 

图表 12. 2018年 MOCVD市场总需求及结构 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

根据 HIS Markit 的统计，2018年中微公司的 MOCVD占据全球氮化镓基 LED用 MOCVD新增市场的 41%；

尤其在 2018年下半年，中微公司的 MOCVD占据全球新增氮化镓基 LED MOCVD设备市场的 60%以上。

2018 年公司在全球氮化镓基 LED MOCVD设备市场占据领先地位。 

 

图表 13. GaN基 LED MOCVD 的行业竞争格局（2017-2018） 

 

资料来源：HIS Markit，公司公告，中银国际证券 
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10、PRISMO A7 与 PRISMO D-BLUE 的比较 

Prismo A7设备可配臵四个 28英寸的反应腔，同时加工 136片 4英寸晶片或 56片 6英寸晶片，工艺能

力还能延展到生长 8 英寸外延晶片。每个反应腔都可独立控制，双区喷淋头可实现更好的厚度和组

分均匀性。该设备每个反应腔的产量是 Prismo D-Blue的 2倍以上，已在全球氮化镓基 LED MOCVD市

场中占据领先地位。 
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11、中微 MOCVD 研发项目 

图表 14. 中微 MOCVD研发项目进度 

序号 名称 拟达到主要目标 阶段及进展情况 应用 与行业技术水平比较 

1 高温 MOCVD设备 开发适用于 UVC LED 生

长的高温MOCVD 设备，可

承载18 片2寸外延片 

开发阶段 UVC LED、紫外杀

菌、工业水净化

等 

国际先进水平 

2 国产化加热系统在

MOCVD设备上的推

广应用 

电源可根据加热器电压

等级及功率要求任意组

合，可实现主从控制，与

加热器的负载特性相匹

配 

开发阶段 蓝绿光 LED、通

用照明等 

国际先进水平 

3 30 英寸大尺寸（更大

尺寸）MOCVD 设备 

开发更大尺寸MOCVD 设

备：托盘尺寸达30 英寸，

可承载41 片4 英寸外延片

或18 片6 寸外延片 

研究阶段 蓝绿光LED、通用

照明、Mini LED 等 

国际先进水平 

4 新型高产能MOCVD 

设备技术改进 

改进现有MOCVD 设备性

能，提高设备稳定性 

研究阶段 蓝绿光 LED外延

片生产 

国际先进水平 

资料来源：公司公告，中银国际证券 
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12、中微核心产品的交货、验证周期，以及收款模式 

中微公司向集成电路制造企业客户销售的刻蚀设备从安装调试及试运行到验收通过的平均期间大约

为 2 个月，向 LED 制造企业销售的 MOCVD 设备从安装调试及试运行到验收通过的平均期间大约为

5.6 个月。 

 

图表 15. 中微核心产品的交付周期 

产品 平均交付时间 平均验收通过确认收入时间 

刻蚀设备 约3.7个月 约2个月 

MOCVD设备 约5个月 约5.6个月 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

对于刻蚀设备，一般不收取预收款，典型的付款结算模式主要分为两个节点： 

①设备交付后 30-45 日，收取 85-90%到货款； 

②签署验收报告后 30-60 日，收取剩余尾款。 

其中对于 MOCVD 设备，一般按节点付款，典型的付款结算模式主要分为三个节点： 

①合同签订后 5-15 日，收取 20-30%预收款； 

②设备交付后 30-45 日，收取 60-70%到货款； 

③签署验收报告后 30-60 日，收取剩余尾款。 
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13、主营业务收入呈现季节性特征 

大部分设备集中于下半年验收，导致三、四季度收入占比较高。 

 

图表 16. 中微按季度的收入分布（2016-2018） 

  2018 2017 2016 

 金额（亿元） 占比(%) 金额（亿元） 占比(%) 金额（亿元） 占比(%) 

Q1 0.60 3.7 0.64 6.6 0.39 6.4 

Q2 4.05 24.7 0.48 4.9 1.60 26.2 

Q3 5.10 31.1 3.20 32.9 1.40 23.0 

Q4 6.63 40.5 5.40 55.6 2.71 44.4 

合计 16.39 100 9.72 100 6.10 100 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

图表 17. 中微各产品第四季度收入占比（2016-2018） 

项目 子项目 2018年第四季度 2017年第四季度 2016年第四季度 

收入（亿元） 当年收入占比

(%) 

收入（亿元） 当年收入占

比(%) 

收入（亿元） 当年收入占比

(%) 

 刻蚀设备 3.52 62.2 1.91 66.2 2.23 47.3 

MOCVD 2.12 25.5 3.03 57.0 0.10 61.5 

其他设备   0.07 100   

备品备件 0.93 41.4 0.38 27.8 0.37 32.2 

设备维护 0.06 41.2 0.02 22.5 0.01 19.7 

合计 6.63 40.5 5.40 55.6 2.71 44.4 

资料来源：公司公告，中银国际证券 
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14、VOC 设备应用领域 

VOC 设备主要应用于平板显示生产线等工业用的空气净化，能够实现在线浓 

度监测，远程实时管理和智能控制，能够为客户提供可靠、稳定、安全和节能的 VOC 净化解决方案。 

与公司刻蚀和 MOCVD 设备分别为集成电路芯片或 LED外延片的关键加工生产设备不同， VOC 设备

为平板显示生产线上的空气净化设备。 

VOC设备经营主体是中微惠创。 
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图表 18. 报告中提及上市公司估值表 

公司代码 公司简称 评级 股价 市值 每股收益(元/股) 市盈率(x) 
最新每股净

资产 

   (元) (亿元) 2018A 2019E 2018A 2019E (元/股) 

002371.SZ 北方华创 买入 69.50 318.31 0.51 0.92 136.2 75.4 7.75 

300567.SZ 精测电子 买入 73.85 120.83 1.77 2.467 41.8 29.9 7.07 

300316.SZ 晶盛机电 买入 12.43 159.68 0.45 0.53 27.4 23.4 3.16 

300604.SZ 长川科技 未有评级 33.03 49.25 0.24 0.71 135.0 46.6 3.16 

603690.SH 至纯科技 未有评级 19.31 49.84 0.13 0.51 153.6 38.2 1.69 

600641.SH 万业企业 未有评级 10.87 87.63 1.21 1.09 9.0 9.9 7.66 

300480.SZ 光力科技 未有评级 11.95 22.92 0.22  54.1  3.62 

ACMR.O 盛美半导体* 未有评级 19.02 3.06 0.41  46.5  3.27 

资料来源：万得，中银国际证券 

注：股价截止日 5月 10日，未有评级公司盈利预测来自万得一致预期    盛美半导体*的指标单位为美元 
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沪深市场基准指数为沪深 300指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数
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